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关键词
营业收入 净利润 毛利率 研发费用 AI服务器 光模块 汇兑损失 资本开支 再融资 高阶PCB 数字化转型 产能扩张 技术储备 供应链管理 盈利能力 市场机遇 再融资计划 

全文摘要
公司在2026年上半年实现了营业收入172.17亿元，同比增长5.14%，归母净利润12.84亿元，增长4.11%。销售毛利率为23.98%，上升4.9个百分点。尽管面临汇兑损失4.48亿元、人民币升值、折旧摊销增加及原材料价格上涨等挑战，公司仍积极应对。研发费用激增49%至15.97亿元，以适应AI技术推动的PCB产品迭代需求。各业务板块表现良好，尤其AI服务器与光模块业务快速增长。公司通过加强供应链管理、深化数字化与智能化管理，以及资本开支64亿元并启动再融资计划，为未来AI时代的增长奠定基础。展望未来，公司将把握AI服务器、光模块及AI端侧应用等高成长机遇，以实现稳健而可持续的发展。

章节速览
00:00 2026年上半年公司经营情况及财务数据分析
2026年上半年，公司实现营业收入172.17亿元，同比增长5.14%；归母净利润12.84亿元，同比增长4.11%。毛利率提升至23.98%，净利率7.33%。尽管汇兑损失、研发费用增加及折旧摊销影响短期利润，但第二季度毛利率和净利率分别提升至24.86%和8.84%，显示产品结构优化和成本管控成效，为公司长期发展奠定基础。

02:02 公司上半年业务回顾与AI服务器、光模块业务增长亮点
上半年，公司通讯用板和消费电子业务收入略有下降，但汽车及服务器用板业务大幅增长，占比提升至13.17%，成为重要增长极。AI服务器和高速光模块业务实现快速成长，光模块业务收入增长11倍，AI服务器业务收入近10亿元。公司通过技术优势和客户合作，保持了业务的稳定性和毛利率的提升。

04:38 鹏鼎控股：加大研发投入，布局AI算力及光模块赛道
鹏鼎控股在2025年加大研发投入，特别是在高频高速算力PCB方向，已完成多款适配AI服务器高速光模块的高阶PCB产品的技术开发。公司通过供应链管理优化，保障原材料供应稳定，并深化与全球供应链伙伴合作，加速高阶PCB技术落地。同时，公司布局AI算力及光模块赛道，新增产能投资逾300亿元，启动再融资计划，募集资金96亿元，重点投向AI服务器与高速光模块项目，以支撑未来增长。

发言总结
发言人1
他报告了公司2026年上半年的经营情况，指出营业收入为172.17亿元，同比增长5.14%，归母净利润为12.84亿元，同比增长4.11%。销售毛利率为23.98%，较去年同期增长4.9个百分点，而销售净利率、加权平均净资产收益率和基本每股收益也有所提升。然而，汇兑损失成为影响净利润增长的主要因素，人民币升值导致汇兑损失4.48亿元。为顺应AI技术的发展，公司增加了研发费用达15.97亿元，新项目投产导致折旧摊销增长。短期内，这些因素对公司净利润增长构成压力，但长期看，研发投入和资本开支为未来发展奠定基础。分季度看，第二季度毛利率和净利率均有增长，盈利能力提升。各业务板块中，通讯用板和汽车服务器用板业务表现突出，尤其AI服务器和高速光模块业务增长迅速。公司通过持续的技术创新和市场深耕，保持了毛利率的逆势提升。研发方面，公司持续加大投入，聚焦前沿技术探索，并深化与供应链伙伴的合作，以提升竞争力和供应链韧性。此外，公司启动再融资计划，为产能建设和未来增长提供资金保障。展望未来，公司将依托全面的产品组合和全球化产能布局，把握AI领域的机遇，实现可持续发展。

要点回顾
公司2026年上半年的经营情况如何？
发言人1：2026年上半年，公司实现营业收入172.17亿元，同比增长5.14%；归母净利润12.84亿元，同比增长4.11%。销售毛利率为23.98%，较上年同期增长4.9个百分点；销售净利率为7.33%，加权平均净资产收益率为3.71%，基本每股收益为0.56元。

汇兑损失对公司2026年上半年净利润增长的影响是什么？公司研发投入及资本开支的情况如何？
发言人1：汇兑损失是影响公司2026年上半年净利润增长的主要因素。由于人民币升值，本期产生了4.48亿元的汇兑损失，而上年同期为汇兑收益0.07亿元，汇兑因素对净利润的影响超过4.5亿元。2026年上半年，公司研发费用达到15.97亿元，较上年同期增加逾5亿元，持续的研发投入为公司积累了坚实的技术储备。同时，折旧摊销为17.4亿元，较上年增长近1亿元。这些因素短期内对净利润增长形成一定压力，但从长远来看，它们将为公司未来发展奠定基础。

分季度来看，公司的业绩表现怎样？
发言人1：2026年第一季度公司实现营业收入79.85亿元，第二季度实现营业收入92.3亿元。第二季度毛利率水平为24.86%，较第一季度增长1.9个百分点，较上年同期增长4.58个百分点；净利率水平为8.84%，较第一季度增长3.26个百分点，与上年同期基本持平。

上半年各业务板块的发展情况如何？
发言人1：手机为主的通讯用板业务实现营业收入100.47亿元，较上年同期略降2.15%，占公司营业收入比重为58.36%。消费电子及计算机用板业务实现营业收入47.42亿元，下降8.36%，占比为27.54%。汽车服务器用板业务则实现了显著增长，营业收入达22.67亿元，同比增长181.58%，占比从上年同期的4.92%提升至10%-13.17%，成为公司业务发展的重要增长极。

公司在高速光模块和AI服务器领域的表现如何？
发言人1：在高速光模块领域，公司SLP产品已与行业领先光模块厂商合作，切入800G和1.6T高端市场并实现量产出货，3.2T产品进入研发阶段，光模块业务销售收入同比增长11倍。在AI服务器领域，公司的高阶HDI产品成功打入市场，并已通过主流服务器及云服务厂商认证，AI服务器业务实现近10亿元的营业收入，同比大幅增长。

公司研发投入及研发方向是什么？
发言人1：报告期内，公司研发费用为15.97亿元，同比增长49%，占营收比重9.28%。公司坚持自主创新与客户协同、前沿技术研发相结合，攻克新产品、新工艺中的关键技术难点，并前瞻性开展新型显示、光电互联及脑机接口等前沿应用探索，特别是在高频高速算力PCB方向加大研发投入，已完成多款适配AI服务器和高速光模块的高阶PCB产品的技术开发。

面对PCB行业原材料价格上涨，公司如何应对？
发言人1：公司供应链管理团队密切关注大宗商品及原材料价格走势，通过动态调整库存水平、提前备货及签署战略合作协议等方式保障原材料供应稳定性。同时，公司深化与材料、设备全球供应链伙伴的合作，共同研发、制程升级与资源整合，加速高阶PCB技术落地，提升供应链效率、质量与韧性。

公司在数字化管理、产能建设及资本开支方面的举措是什么？
发言人1：公司持续深化数字化与智能化管理体系建设，新建工厂全面实现自动化、智能化与互联化，整体自动化水平显著提升，有效带动生产效率与产品良率同步提高。在产能建设方面，公司已在淮安、深圳及泰国等地投资超过300亿元新建或扩建产能，重点布局高成长高附加价值领域，并启动再融资计划，拟募集资金96亿元，用于进一步扩张产能及支撑公司未来增长。

